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AVANT-PROPOS
Le présent amendement a été établi par le comité d'études 52 de la CEIl: Circuits imprimés.
Cet amendement incorpore I'amendement 2 (1993) et 'amendement 3 (1994).

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
52/860/FDIS 52/875/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informat Ne vote ayant

abouti a I'approbation de cet amendement.

Une ligne verticale dans la marge indique le texte de 'amendement
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4 Propriétés électriques

Lorsqu'elle estwgrifiée au moyen de la méthode d'essai 2M12 de la CEIl 61189-2, I'ondulation
superficielle ne doitpds étre supérieure a 5 pm, ceci aussi bien dans le sens de défilement du
matériau sous la machine que dans la direction perpendiculaire.
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5.3 Courbure et vrillage maximaux
Remplacer la phrase:

«Comme convenu entre acheteur et fournisseur» par «Pas spécifié».
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FOREWORD
This amendment has been prepared by IEC technical committee 52: Printed circuits.
This amendment incorporates amendment 2 (1993) and amendment 3 (1994).

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting

52/860/FDIS 52/875/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can he
on voting indicated in the above table.

A\in the report

A vertical line in the margin indicates the text of amendment 4.
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4 Electrical properties
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5.3 Maximum bow and twist
Replace the sentence:

"As agreed upon between purchaser and supplier." by "Not specified."
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Remplacer le tableau Ill comme suit:

Tableau Il

60249-2-11 amend. 4 © CEI:2000

Propriété Méthode d'essai Exigences
(paragraphe de la
CEI 60249-1)
Force d'arrachement 3.5 Pas inférieure & 60 N (13,4 Ibf)
Epaisseur de la feuille de cuivre
18 pym* 35 pm* / \Nkum* et 105 um*
Force d'adhérence apres 3.6.2.1 ou Pas inférieure Pas mfer'eu\é Pas_inférieure
choc thermique de 20 s 3.6.2.2 ou a 1,1 N/mm ( a 1;8 N/mm
3.6.2.3 (6,3 Ibf/in) 0,3 Wf/in)
Ni cloq@,\@elé@n\aQon\
Force d'adhérence apres 3.6.3 Pas inférieure \F{is inférieure
chaleur seche a 125 °C a 1,1 N/'mm a 1,8 N/'mm
(6,3 Ibf/in) (10,3 Ibf/in)
/ i C}SQJMI délamination
Force d'adhérence apres 3.6.4 w P mf\éjre Pas inférieure
exposition aux vapeurs de / a 1’ N/mm a 1,8 N/mm
solvant. Solvants apres /in) Ibf/in) (10,3 Ibf/in)

accord entre acheteur et
fournisseur

’

i cloquage, ni délamination

Force d'adhérence apres
conditions simulées de
revétement électrolytique

<\&6(5\

Pas inférieure
a 1,1 N/mm
(6,3 Ibf/in)

Pas inférieure
a 1,4 N/mm
(8,0 Ibf/in)

Force d'adhérence a haute

température :

Température 125 °C

(facultatif) (\

Température 260
(facultatif)

3.6.

Pas inférieure
a 0,06 N/mm
(0,34 Ibf/in)

Pas inférieure
a 0,7 N/mm
(4,0 Ibf/in)

Pas inférieure
a 0,075 N/mm
(0,43 Ibf/in)

Pas inférieure
a 0,9 N/mm
(5,1 Ibf/in)

Pas inférieure
a 0,09 N/mm
(0,51 Ibf/in)

Pas inférieure
al,2 N/mm
(6,3 Ibf/in)

Cloquage
thermiqueSde 20

OCQ

}.'{.2.1 ou

3.7.2.2 ou
3.7.2.3

Ni cloquage, ni délamination

* 18 um (152 g/m

,5 02/ft2); 35 um (305 g/m2, 1 oz/ft?),

70 um (610 g/m2, 2oz/f(2); 105 um (915 g/m2, 3 0z/t?)

NOTE En cas de difficultés dues a la rupture de la feuille ou a la plage du dispositif de mesure de la force, il est
possible de procéder a la mesure de la force d'adhérence a haute température en utilisant des conducteurs d'une
largeur de plus de 3 mm.
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Replace table Ill as follows:
Table Il
Property Test method Requirement
(subclause of
IEC 60249-1)
Pull-off strength 3.5 Not less than 60 N (13,4 Ibf)
Thickness of the copper foil
18 pum* 35 pm* / 70um* and 105 pym*
Peel strength after heat 3.6.2.1 or Not less than Not less t an\\ Notess than
shock of 20 s 3.6.2.2 or 1,1 N/mm 1,4 1,8\N/mm
3.6.2.3 (6,3 Ibf/in) (8,0 1of/i 0,3 If/in)
No blistgﬁw}ngr\qe%@i}at\ion\
Peel strength after dry heat 3.6.3 Not less than Not less M] \\Pét less than
at 125 °C 1,1 N/mm 4 4 N 1,8 N/mm
(6,3 Ibf/in) (8784 bf/iq) (10,3 Ibf/in)
/ y%bli ring\por delamination
Peel strength after exposure 3.6.4 Not | }S;ay Nowless than Not less than
to solvent vapour. Solvents 1,4 N/ 1,4N/mm 1,8 N/mm
as agreed upon between 6,3\ Ibffn) ( bf/in) (10,3 Ibf/in)
purchaser and supplier
No blistering nor delamination
Peel strength after 3.6.5 ot le W Not less than Not less than
simulated plating 9 N/ 1,1 N/mm 1,4 N/mm
(\ /\ Ibf/in (6,3 Ibflin) (8,0 Ibf/in)
AN
Peel strength at high Cb&.? \)
temperature
Temperature 260 °C t less than Not less than Not less than
(optional) 0,06 N/mm 0,075 N/mm 0,09 N/mm
(0,34 Ibf/in) (0,43 Ibf/in) (0,51 Ibf/in)
Temperature 125 °C Not less than Not less than Not less than
(optional) 0,7 N/mm 0,9 N/mm 1,1 N/mm
(4,0 Ibf/in) (5,1 Ibf/in) (6,3 Ibf/in)
Blistering after s \ .72.1 or No blistering nor delamination
heat shoc 3.2.20r
\ 3.7.2.3

/M% pm (305 g/m2, 1 oz/ft2);

* 18 um (1529402, 0,5
70 um (610 g/m22 oz/f}?); 105 um (915 g/m2, 3 o0z/ft?)

NOTE

In case of difficulties due to breaking of foil or reading range of the force measuring device, the

measurement of the peel strength at high temperature may be carried out using conductor widths larger than

3 mm.
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5.5 Poingconnage et usinabilité
Remplacer le texte actuel par:

Le poingonnage n'est pas applicable. Le stratifié, en tenant compte des recommandations du
fournisseur, doit pouvoir étre cisaillé ou percé. On peut admettre un délaminage sur les
tranches aprés découpe a la cisaille n'excédant pas I'épaisseur du matériau de base. Par
contre, le délaminage au bord des trous percés, di au procédé de percage, ne peut étre
permis. Les trous percés doivent pouvoir étre métallisés sans influence d'aucune exsudation
de résine dans le trou.

5.6 Soudabilité

Supprimer le titre et le texte de ce paragraphe.
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5.7 Stabilité dimensionnelle

Remplacer le tableau V actuel par le tableau s
bIe

Propriété étho ‘essai Ep s\éjr nominale Exigences
(p rdgraphe
| 60249-

I
Stabilité dimensionnelle 0,052a0,3 0,8 mm/m max.
=1 supérieur 20,3 40,8 0,5 mm/m max.
NOTE Les exigences pe s uen uages de cuivre de 35 pm maximum. Pour des épaisseurs de
cuivre supérieures a m, les exigences t étre définies par accord entre acheteur et vendeur.

Ajouter

5.8 Dimensi lanches
5.8.1 Dimensions typiques des planches

Les dimensions typiques des planches sont

1060 mm x 1 150 mm

915 mm x 1 220 mm
1 000 mm x 1 000 mm
1000 mm x 1 200 mm

En dehors de ces dimensions typiques de planches, on trouve sur le marché des fractions de
ces dimensions, et d'autres dimensions, par exemple plus grandes.
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